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基本信息

姓名：汪正平

性别：男

籍贯：广州市

出生日期：1947年3月

当选信息：

2013年 中国工程院

所属学部：

中国工程院

美国国家工程院

香港科学院

院士简介

汪正平教授是香港中文大学电子工程讲座教授、工程学院院长、美国工程院院士。

他长期从事电子封装研究（当今集成电路领域摩尔定律面临挑战，已进入3D封装，封装与芯片相互依存，新

的封装材料与技术的作用举足轻重），因几十年来在该领域的开创性贡献，被IEEE授予电子封装领域最高荣誉奖—

—IEEE元件、封装和制造技术奖，并被誉为“现代半导体封装之父”，现已获得业界普遍认可。汪教授是塑料封装

技术的先驱之一。1977年，他在贝尔实验室开创性地采用硅树脂对栅控二极管交换机（GDX）进行封装研究，实

现了利用聚合物材料对GDX结构的密封等效封装，显著提高GDX的封装可靠性，同时克服了传统陶瓷封装的重量大

、工艺复杂、成本高等问题，该塑封材料与结构工艺通过美国883可靠性测试标准。该塑封技术被AT&T（美国电报

电话公司）使用，随后转移至Intel、IBM等消费类电子厂商并在业界全面推广，目前塑料封装占世界集成电路封装

市场的95%以上。汪教授还深入研究解决了长期困扰封装界的导电胶与器件界面接触电阻不稳定的问题，该导电胶

创新技术在Henkel (汉高)等公司的导电胶产品中使用至今。他同时在业界首次开发了无溶剂、高Tg的非流动性底

部填充胶，简化了倒装芯片封装工艺，提高了器件的优良率和可靠性。这种非流动性底部填充胶技术被Hitachi（

日立）等公司长期使用。此后，他还带领课题组开发了基于硅基的碳纳米管阵列转移技术，为3D互联以及纳电子

器件等领域奠定了坚实基础。

所获主要国际奖项包括：IEEE元件、封装和制造技术奖（2006年），潘文渊奖（台湾对海外华人在电子制造

技术方面的最高荣誉奖，2007年），德累斯顿-巴克豪森奖（德国德累斯顿材料研究所评出的全世界对材料、物理

与电子领域做出最重要贡献的科学家，2012年），IEEE-CPMT（元件、封装和制造技术）学会卓越技术成就奖，I

EEE-CPMT大卫-费尔德曼杰出贡献奖等。

主要学历

1962年  -  1965年  元朗公立中学  
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1965年  -  1969年  美国普渡大学 化学工程专业 学士

1969年  -  1972年  美国宾夕法尼亚大学 化学工程专业 硕士

1972年  -  1975年  美国宾夕法尼亚大学 化学工程专业 博士

主要经历

1975年  -  1977年  美国斯坦福大学 博士后

1977年  -  1996年  美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室 研究员、首席科学家

1996年  -  2017年  美国佐治亚理工学院 董事教授

2009年  -  2017年  香港中文大学工程学院 院长

2012年  -  2017年  中国科学院深圳先进技术研究院 首席科学家
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